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現代財經基金會簡介 

  現代財經基金會（英文譯為 TA I WA N  N E W  E C O N O M Y 

FOUNDATION，簡稱 TNEF），創辦於 1990 年代，是經政府主管機關核

定成立的公益財團法人；是由學術界、企業界、智庫界有關人士共同組織

成立的非營利公共團體；是從事國家政策研討、交流和諮詢服務的現代化 

智庫；是廣泛聯繫與整合產官學研界專業人士的知識交流平台。 

  基金會的目標是，面對 21 世紀劇烈變遷發展的嶄新世界，以及世界

與台灣緊密聯繫互動的嶄新情勢，廣泛結合各個領域有識之士，基於對斯

土斯民之終極關懷，立足實際，著眼理想，群策群力，創新進步，致力台

灣總體經濟社會環境不斷完善進步，推動思想理念、政策方針、制度機制

不斷與時俱進，為全球化時代台灣建設發展，全面增強驅動力、凝聚力、

競爭力。 

  經濟是引領台灣發展的核心命脈，政策是主導公共活動的根本動力。

當前全球化日益普及深入，國際國內環境複雜變化，科技創新帶來無比活

躍多元的發展機遇，而各種前所未見的重大風險持續構成嚴峻挑戰，台灣

唯有求真務實、宏觀長遠，在全面融入全球化的過程中，確立自身的系統

性發展政策與策略，不斷優化體質，強化動力，有所創新、有所提升、有

所進步。 

  本基金會設有：產業、金融、財稅、環境、兩岸關係等五個委員會，

分別邀請學有專精的學者專家，針對重要議題，進行研究，出版專書，經

常性舉辦產官學研討會，或透過發表會、記者會、交流訪問、論文專稿，

對外傳播正確政策觀念，理性辨析重要議題；並接受政府與民間機構委託，

進行專案研究，或提供專業諮詢。 

 

  

財團法人現代財經基金會 
 

財團法人現代財經基金會 

本會網址：http://www.tnef.org.tw/ 

 （論壇全程錄影上傳於本會官網） 

 

（論壇全程錄影上傳於本會官網） 
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  2020 年全球突如其來爆發新冠肺炎疫情，受到各國嚴格實施封境影

響，大幅轉換社會互動往來模式。在遠距需求下，電子資通產業一枝獨秀，

同時也造成其中最關鍵的晶片陷入短缺，讓台灣晶片產業在全球相關產業 

供應鏈結上扮演的重要角色，瞬間為國際社會矚目之焦點。 

  無庸置疑，回顧 1980 年代初期台灣晶片產業是在美國推動「垂直分

工」模式，配合政策挹注資源扶植之下，快速崛起不斷成長。尤其近年以

來，智慧產品不斷創新問世，更進一步促進台灣創新晶片先進製程技術，

加上超高良率持續帶來國際代工製造訂單。在這種良性循環下，讓台灣培

育成為全球高端晶片代工製造、封裝測試的重要基地，進而逐漸累積出人

意料的實力。 

  不過，隨著美中兩國從貿易戰延伸至科技戰，加上在中國科技突飛猛

進的競爭下，2022 年 8 月美國特別公布《晶片法案》，除了透過預算補助

重建美國晶片製造產業，藉此降低對台灣、南韓晶片進口依賴之外，聯合

友好國家更進一步對中實施嚴格晶片製造設備和化學藥品禁運，以及對高

階晶片出口及研發人員交流管制，其目的旨在遏制中國晶片產業發展，進

而干擾中國科技彎道超車。 

  此外，最近兩年台海情勢持續升溫，不但牽動台灣經濟的未來發展，

而且可能影響全球晶片產業之運作。其中，最受到國際社會關注的莫過一

旦台海生事，勢必波及對全球各地晶片的供應，尤其對高階晶片的衝擊更

是難以預估。因此，包括美國、日本、德國先後透過預算提供補助，邀請

台灣晶片廠商前往投資設廠，致力尋求晶片自主發展。 

  面對全球晶片產業風起雲湧，以及各國透過政策致力扶植晶片產業自

主發展趨勢之下，台灣晶片產業既有優勢地位及未來挑戰，格外值得我們

關注。  

論壇主旨 

 

論壇主旨 
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會議議程 

 

 
  

時   間 議                 程 

13:40-14:00 

14:00-14:05 

14:05-14:10 

 

14:10-14:40 

 

14:40-15:10 

 

15:10-15:40 

 

15:40-16:10 

 

16:10-16:25 

16:25-16:30 

16:30 

報到 

主辦方：黃輝珍|現代財經基金會董事長/台灣綜合研究院董事長 

主持人：李伸一|現代財經基金會副董事長/國策顧問 

引言人： 

 台灣晶片產業優勢地位的前景與挑戰 

    呂正欽|台灣區電子電機產業同業公會副秘書長 

 美中晶片產業競爭及其未來發展 

王健全|中華經濟研究院副院長 

 日韓晶片產業扶植策略及其挑戰 

    張建一|台灣經濟研究院院長 

 中國大陸晶片產業自主發展動向 

江芳韻|IDC Taiwan(國際數據資訊) 總經理  

問題與討論  

結語：李伸一|現代財經基金會副董事長／國策顧問 

閉會 

會議議程 

「全球晶片產業競逐的大趨勢」 

 

「全球晶片產業競逐的大趨勢」 

時間：民國113年2月27日（二）下午2：00—4：30 

地點：台北市中山區松江路 168 號 13 樓 （台灣省商業總會） 
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主辦方 
 

 

 

 

 

 

  

貴賓簡歷 

現 任：現代財經基金會董事長 

       台灣綜合研究院董事長 

學 歷：國立政治大學法律系 

美國華府亞洲基金會政府運作研究  

經 歷：中國時報副總編輯兼副總主筆 

國家政策研究中心執行長 

中央日報總主筆 

中央日報社發行人兼社長 

中國國民黨中央新聞黨部主任委員 

中國國民黨中央委員 

總統府國家統一委員會委員 

中國國民黨中央文化工作會主任 

中華文化復興運動總會秘書長 

行政院政務委員 

行政院防治登革熱疫情總指揮官 

行政院抗 SARS 南部地區總指揮官 

行政院新聞局局長 

總統府國策顧問 

中國技術服務社董事長 

海峽交流基金會董事 

國立台灣大學系統通識講座 

 

黃 輝 珍  
董事長  
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貴賓簡歷 

主持人 
 

 

  

現 任：現代財經基金會副董事長 

       總統府國策顧問 

       新加坡恒一基金公司董事長 

消費者文教基金會名譽董事長 

台灣綜合研究院財經諮詢委員會副主任委員 

學 歷：中國文化大學法學博士（Ph.D. in Law） 

國立台灣大學法律學系學士（LL.B.） 

中華民國律師高考及格 

經 歷：建業律師聯合事務所所長 

消費者文教基金會董事長 

行政院公平交易委員會委員 

監察院第二、三屆監察委員 

國立政治大學兼任副教授 

中國文化大學兼任副教授 

財政部稽核 

法務部廉政署廉政審查委員 

台綜院金融證券投資諮詢委員會副主任委員 

法鼓山人文社會基金會秘書長 

建業律師聯合事務所榮譽所長 

李 伸 一  
副董事長  
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引言人 
 

 

 

  

現 任：台灣區電子電機產業同業公會副秘書長 

    台北科技大學經管兼任教授 

    經濟部台日產業推動辦公室顧問 

    中山大學半導體學院管理委員會委員 

    行政院國發基金委員 

學 歷：國立台北科技大學管理學院博士 

    美國匹茲堡大學工學院碩士、學士 

經 歷：經濟部工業局電資組副組長/科長/技正 

    經濟部台日產業推動辦公室執行長 

    WTO 之資訊科技協定(ITA)談判代表 

    ECFA 兩岸經貿談判，電子資訊領域主談 

    行政院創投－華陸創投官股董事 

    經濟部積體電路布局鑑定暨調解委員會委員 

    國家發明獎委員 

    華夏科技大學講師 

    德霖科技大學助理教授 

    台北科技大學助理教授 

呂 正 欽  
副秘書長  
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貴賓簡歷 

引言人 
 

 

  

現 任：中華經濟研究院副院長 

    中華經濟研究院第三研究所所長 

    中華經濟研究院第三研究所研究員 

    台灣亞太產業分析專業協進會第九屆理事長 

    經濟部顧問 

    逢甲大學經營管理學院兼任教授 

學 歷：美國普渡大學經濟學博士 

    美國普渡大學經濟學碩士 

    國立臺灣大學經濟系學士 

經 歷：中華經濟研究院第三研究所副所長 

中華經濟研究院第三研究所副研究員 

經濟部產業諮詢委員會委員 

經貿國是會議引言人 

行政院賦稅改革委員會委員 

磐石獎個人關懷獎章 

亞太產業分析師協會院士暨資深產業顧問 

總統府經濟發展諮詢委員會諮詢委員及撰稿人 

王 健 全  
副院長  
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引言人 
 

 

 

 

  

現 任：台灣經濟研究院院長 

 台灣經濟研究院研究員 

兼 任：中央銀行理事 

台灣中油股份有限公司常務董事（獨立董事） 

    彰化銀行董事（國發基金派任） 

 陽明海運股份有限公司董事（國發基金派任） 

 亞太新興產業創業投資股份有限公司（國發基金派任） 

   櫃檯買賣中心董事 

    聯合再生能源股份有限公司獨立董事 

學 歷：國立台北大學經濟學系博士  

 國立台北大學經濟學系碩士  

 國立台北大學經濟學系學士 

經 歷：台灣經濟研究院研究二所所長  

 台灣經濟研究院研究二所副所長 

    台灣經濟研究院副研究員 

台灣經濟研究院助理研究員 

中華民國商業總會經貿政策研究委員會副主任委員 

東吳大學國際經營與貿易兼任副教授 

 亞洲航空股份有限公司董事 

張 建 一  
院長  
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貴賓簡歷 

引言人 
 

 

 

現 任：IDC 亞太區半導體研究負責人 

IDC 台灣區總經理 

學 歷：國立中正大學電信傳播碩士 

經 歷： 

江芳韻目前於 IDC 擔任亞太半導體研究負責人以及

IDC 台灣總經理，主要負責針對半導體 IC 設計、晶圓代

工、封裝測試、半導體材料、汽車電子等半導體供應鍊進

行分析、預測和研究；同時也負責台灣業務的營運、管理

研究團隊、顧問團隊、業務及市場開發與拓展。 

自 2007 年加入 IDC 台灣以來，她帶領了 IDC 研究團

隊執行了眾多企業研究計畫與跨國、跨產品研究專案，其

中含括半導體供應鏈、行動終端，人工智慧，雲服務，邊

緣運算，新興科技，企業數位轉型，垂直產業應用等主

題。此外，她也執行並參與台灣以及亞太地區的顧問服務

案。她同時也透過提供專業深入的分析，及高價值的研究

諮詢策略建議予企業的 C-level 管理者，協助其企業規劃

及策略制定。過去十年憑藉著她優異的領導能力，帶領了

團隊赢得客户的信任與讚譽，不僅成功開發新的市場機

會，也為客戶帶來長期成長的能力。 

江芳韻曾在許多 IDC 及 IT 廠商舉辦的重大會議與研

討會發表演講，並與各界人士分享產業發展趨勢觀點和洞

見。她的研究結論被主流媒體頻繁引用，包括 Wall Street 

Journal, Reuters, CNET 等。 

加入 IDC 前，江芳韻曾任職於英業達集團，工研院、

及資策會等，除了負責 ICT 產業研究，客戶拓展外，並於

期間主持數個政府部門及跨國專案。在 IT 研究產業累積

了超過十六年的經驗。 

Technology 
Expertise 
▪ Semiconductor 

Supply Chain 

▪ AI 
▪ Cloud 

▪ Computing 

▪ IT 
▪ Vertical Research 

▪ Digital 

Transformation 

江 芳 韻  

總經理  

H E L E N  C H I A N G  
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Ⅰ.美中晶片戰爭的影響及臺灣因應之道 

引言人：王健全副院長 

  半導體在臺灣經濟的重要性上，不管在產值、出口、貿易順差上，均有舉足

輕重的地位，因此，美國技術管制對臺灣產業短期及整體經濟的長期影響，將不

言而喻。尤其是護國神山的影響，除了經濟層面外，國家形象上的影響均不容輕

忽。整體觀之，半導體不只是一個產業，而是國家級的「戰略產業」，它對產業、

經濟的外部效益龐大，值得政府以更積極的角度介入協助。尤其在晶片短缺下，

各國均將半導體列為國家戰略產業。例如中國推動半導體的大基金計畫，一、二

期分別投入 1,300 億及 2,000 億元人民幣。日本也推出半導體及數位產業策略，

規劃補助新建晶圓廠，美國的晶片與科學法案，透過補助及租稅優惠，以建立先

進邏輯晶片產能與韌性供應鏈。歐盟也制定了晶片法案強化半導體的市占率。當

然，臺灣也有「產創條例」10 條之 2，針對前瞻創新、先進製程設備提供租稅優

惠。 

  在因應策略上，面臨地緣政治的衝擊，各國政治介入，絕不是靠單一企業可

以應付的，除了「產創條例」10 條之 2 的租稅優惠之外，政府也必須扮演更積

極的角色。 

  面對詭譎多變的地緣政治，政府應研擬備案，針對不同情境有不同的政策因

應。例如，一旦美國要求台積電的 3 奈米製程前往美國設廠，或中國大陸要求台

積電前往大陸設廠，換取軍事演習的停止等，政府如何因應？會不會造成人才、

產業的空洞化？以及如何透過台積電的海外投資，換取技術、原料、設備等籌碼？

均值得政府提早準備應變計畫。以下我們分別從國際廣宣、臺美 21 世紀貿易倡

議、大基金等角度提出建議。 

  第一，加強國際廣宣 

    透過政府的外交管道、媒體宣揚臺灣的半導體對全世界的重要性、正面

效益，對若干重要訂單、急單，台積電將優先供應，以維持全球的經濟安全。

同時，兩岸的危機也必須有效化解，避免外面對「去臺化」的疑慮。 

  第二，臺美 21 世紀貿易倡議：爭取談判籌碼 

    美國需要臺灣的半導體，但政府也要幫臺灣的半導體爭取權利，甚至

換取若干美國重要領域前來臺灣投資的機會，例如電動車、精密機械、環

保、能源等。同時，和美國建立產業鏈結的生態系，避免產業 M 型化。 

引言資料 
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美中晶片戰爭的影響及臺灣因應之道 

  第三，加強縱深及擴散 

    利用半導體的談判籌碼，吸引日本的材料廠，歐洲、美國的設備廠商來

臺灣投資，進而延伸臺灣的半導體的產業鏈，避免斷鏈的情形出現（見圖 1）。

此外，半導體技術對傳統產業的擴散效果亦值得推廣，如半導體晶片用於農

業的無人機施肥；用於醫材的達文西手臂；以及用於製造業的智慧製造；而

服務業的物流、倉儲、感測、行銷也需要半導體晶片或運算能力的支援。因

此，科專計畫的補助、租稅優惠，可以加強半導體對其他領域的鏈結與擴散，

將有助於提升整體產業的競爭力，避免產業 M 型化的現象。 

 

 

資料來源：本文整理。 

圖 1 半導體的升級轉型策略 

 

  第四，大基金協助發展與布局 

    成立半導體基金協助半導體的持續發展以及第三代、第四代半導體的投

資布局。或透過主權或類主權基金投資擴大臺灣的基礎建設以及研發設備，

使臺灣的半導體產業更茁壯。同時，透過基金，使半導體的科技擴散至其他

傳統產業、服務業，帶動產業的全面升級轉型。 

  第五，落實新東向政策 

    企業及政府目前積極推動新東向政策，投資美國，建立和美國科技、產

業的鏈結。除了科技產業之外，傳統產業也應加以關切。例如發展合格資訊

網絡（QIF），從規格、資訊系統等源頭，綁住美國傳統產業大廠，創造臺灣

傳統產業如工具機、紡織成衣、石化產業、生技產業等的商機，以避免科技

產業一枝獨秀，傳產、服務業表現不佳的產業 M 型化現象。 
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Ⅱ.從日、韓及各國政策扶植看全球半導體業發展 

引言人：張建一院長 

一、美中科技戰下經營環境之變化 

  2018 年時任美國總統的川普打著美國高額貿易逆差有一大半是由中國政府

大量補貼所造成的理由，對中國發動貿易戰，時至今日已變成美、中兩國全球科

技霸主的爭奪之戰。2020 年 Covid-19 的疫情造成全球 ICT 需求大增，特別是汽

車晶片的缺口引發全球對半導體產業發展的高度重視。2022 年 11 月，由 Open 

AI 公司開發的 ChatGPT 橫空出世，引發全球各國對 AI 晶片高度關注，也再度提

高對半導體產業發展的重視。一系列的晶片戰爭、晶片對決，甚至是 2030 年決

勝矽紀元的相關討論幾乎每天都會出現。 

  半導體技術從 1971 年 10 微米開始，就由美歐獨霸，包括德州儀器、摩托羅

拉與飛利浦。1985 年進入奈米時期，日本大企業進入半導體市場，包括日本電

氣、日立、東芝等，而英特爾也開始急起直追，從此半導體產業由美歐日三強鼎

立。1995 年英特爾以 CPU 優勢，奪下全球半導體龍頭，而韓國則是以記億體，

包括三星與海力士，進入全球半導體十強之列。1987 年台積電成立，以專業晶圓

代工的模式開起新紀元，迄今在晶圓代工領域位居龍頭，同時也支援與帶動台灣

IC 設計與封測快速發展，使台灣成為全球半導體產值排名第二的國家；美國則是

在 IDM 與新興 IC 設計與記憶體成為全球半導體產值最大的國家；韓國則是在三

星的 IDM 與記憶體的地位，使韓國為全球半導體產值排名全球第三。日本在逐

漸退出半導體製造後，排名已大幅落後美、台、韓，但其在全球半導體設備與化

學材料上，仍然扮演關鍵的角色。 

  由於半導體產業為尖端以及具有高附加價值的行業，對於整個國家經濟中可

謂是具有重大戰略意義的關鍵性產業，而從 90 年代開始，中國政府則開始意識

到半導體產業的重要性，除該產業對其他相關行業的帶動效果相對顯著之外，也

瞭解半導體產業的振興將悠關信息安全，主要是中國半導體國產化比例偏低，大

部分需要從歐美日韓等國進口，但中國政府憂心國際晶片製造商恐透過在晶片中

設置漏洞竊取機密數據及公共信息，從而威嚇國家安全，因而中國有關部門相繼

推出多項政策，期望加強扶植自身半導體產業的發展，2014 年 6 月 24 日發佈

的「國家積體電路產業發展推進綱要」則是重要的轉折點，也開啟中國半導體業

進入全球戰局。由於中國政府大力扶植中國半導體產業的快速發展，使得既有主

要國家意識到危機，而由於全球三大半導體強國，包括美國、台灣與韓國各有所

長，加上歐洲與日本在設備與材料扮演至關重要的角色。因此，美國除了推出晶

片法案外為美國半導體生產、研究和勞動力發展提供 527 億美元的補助外，亦

協同盟友共同抗中，包括美、日、台、韓的四方晶片聯盟、美、日、荷半導體設

備對中國出口進行管制、組團美日澳印發展半導體、美印合作瞄準半導體和 AI 等

領域關鍵和新興技術的美印關鍵和新興技術倡議等。這些國家合縱連橫策略背後，
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從日、韓及各國政策扶植看全球半導體業發展 

全部是 為追求建立自身半導體競爭力。 

二、日、韓扶植半導體政策概況 

  日本為了重返半導體榮耀，推出的半導體戰略主要是在建立區域半導體產業

集群，作法則是推動半導體技術國際合作及建立跨國境半導體韌性供應鏈。參與

的日本企業包括 Rapidus、Kioxia、日本先進半導體製造等企業與學術機構等。日

本政府對於半導體扶植政策相對積極，對於廠商補貼較為明確，包括最先進製程

晶片、邏輯 IC 與記憶體等晶片在日本生產、電動車等使用的成熟製程標準型晶

片，因此日本的半導體政策是較重視製造能力的。以 2021 年度為例，日本政府

補貼邏輯 IC 與記憶體在日本生產的三個案例包括台積電熊本廠 42%( 4,760 億日

圓)、Kioxia、WD 合資四日市 NAND Flash 廠的 33%( 929.3 億日圓)與 Micron 廣島

縣 DRAM 廠的 33%( 464.7 億日圓)。同時，2023 年 11 月日本內閣通過台積電熊

本二廠獲得日本政府提供 9,000 億日圓的補助(占成本 1/3)，Rapidus 也獲得補助

5,900 億日圓。除了台積電與美光外，日本政府亦藉助補貼政策，拉擺包括美國

的英特爾、IBM、應用材料於日本投資，甚至包括韓國的三星 IDM 與比利時的研

發中心(支援 Rapidus 製造技術)都將於日本投資。 

  相對於日本政府著重在半導體製造能力的擴大，韓國的野心就更大了。2024

年 1 月 15 日南韓總統尹錫悅指出將延長韓國半導體企業投資的稅收抵免期間，

同時打造全球最大的超級半導體聚落，促進韓國晶片產業的發展，吸收更多全球

人才，顯露韓國政府對半導體產業的重視和野心。2023 年 1 月，南韓政府推出

一份將於 2024 年底到期的針對半導體企業的稅收減免方案，目的在促進供應鏈

安全。對此，尹錫悅表示針對半導體的稅收減免將延長該法律效力。2023 年度韓

國科技部預算分配有關於維持主力技術領先地位的半導體、核能、6G 之預算逾

8,000 億韓元。同時，2023 年韓國科技部投入約 7.8 兆韓元於人才養成與研究經

費上，同時培育半導體專業人才。此外，韓國在國家高科技戰略技術清單中涵蓋

半導體領域，避免技術外流至海外。基本上，在半導體產業發展上，韓國國家高

科技戰略將指定半導體園區期望帶動群聚效應，並達到民間投資效果。 

三、對台灣的啟示 

  當前，半導體已成各國最終兵器，而全球晶圓代工龍頭的我國台積電所扮演

的角色將相當吃重，台積電、甚至台灣政府的半導體政策以及與各國政府的關係

拿捏將至關重要。 

  未來，半導體供應鏈將確定從過去全球化分工，走向區域化、碎片化、獨立

化。各國在國家安全、戰略性的考量下，均將在當地建立完整自有供應鏈已成現

在進行式，同時中國、非中國的陣營劃分將日趨顯著。換言之，地緣政治使全球

半導體業產能分布更為分散。然而，去全球化後的半導體業中長期生產成本將逐

步墊高，改變過去半導體行業以自由貿易、專業分工的高效率運作模式。台灣半

導體業除了持續往先進製程挺進外別無它路，同時成熟製程產能的釋出而往先進

製程的整合可能是必須思考之路。 
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中國半導體產業與自主化發展 

Ⅲ. 中國半導體產業與自主化發展 

引言人：江芳韻 總經理 

隨者全球保護主義上升，主要經濟大國在發展自給自足 ICT 產業鏈方面不遺

餘力，半導體產業尤為各國關注的焦點。為了削減中國在半導體和科技上的發展，

美國除了透過晶片法案進行規範外，也聯合荷蘭，日本等限制中國在取得半導體

設備(EUV、DUV…..)、材料、特殊化學品、軟體(EDA)的能力。在此限制下，中

國也希望憑藉龐大的內需市場及政府的力量突圍。 

半導體產業一直是中國大陸扶植的重點產業，在中美關係緊張後，中國對半

導體產業的關注更甚以往，近年更透過國家大基金以加速產業推動。國家大基金

共分兩期， 第一期資金主要投入發展晶片製造，其中晶圓製造佔 最大宗 67%，

晶片設計佔 17%。 大基金第二期著重發展半導體設備、材料等領域。從第二期

的發展重點可以看出中國已關注到半導體設備與材料是影響中國半導體產業發

展及升級的關鍵。 

在半導體設備上，中國目前在核心發展的光刻機、蝕刻機和薄膜沉積設備上

發展落後。這塊市場仍是美國與日本的天下，其中光刻機部分，荷蘭憑藉 ASML

的先進設備，處於全球領導地位。 中國目前雖然在半導體去膠設備，清洗設備，

蝕刻設備有不少廠商積極發展，如聖美半導體，中微，北方華創等，但整體而言

對中國內需的滿足上仍有相當落差。而在半導體製造最關鍵的光刻機方面，則較

無明先的開展。在設備外，另一個影響發展的關鍵是 EDA，EDA/電子設計自動

化主要是透過軟體完成電路設計、模擬、及驗證等流程的設計方式，是半導體從

設計、製造、封裝等產業鏈發展的重要基礎工具。目前全球 EDA 產業主要由西

門子、Cadence、Synopsys 主導，市占率約八成。中國雖積極發展這個領域，但目

前僅在部分環節有著墨，僅華大九天可以覆蓋整個流程領域，使得中國半導體產

業發展在 EDA 部分仍大幅度依賴國際廠商。而在半導體材料方面，在晶圓、氣

體、光阻劑等核心材料上也同樣面臨相同問題。 

面對產業發展的瓶頸與現況，中國積極從晶圓製造與新技術進行突圍，希望

透過本土龐大內需市場的優勢有所突破，目前有幾個重點趨勢值得特別關注： 

⚫ 全力發展成熟製程、政府補助政策模式轉變 

中國因為受到禁令限制無法獲得先進製程設備，在先進製程發展受阻下，成

熟製程就成了產業發展重點。過去中國政府為了發展半導體自主化、許多補貼多

集中在晶圓製造的廠房擴建，在總體環境影響以及無法取得更多實質訂單的情況

下，許多廠房閒置，無法對產業發展產生實質效益。目前政府補助模式已轉為以

營運成果來獲取補貼，相較過往的補貼模式，不論是對在地的晶圓廠或是 IC 設

計公司在擴大業務上都有更正面的效益 。中國晶圓廠目前在 22/28 奈米以上製

程晶片已有自給自足的能力，未來透過政府的政策與補貼，加上中國龐大的內需



41 
 

市場支撐，預計中國在 2030 年在成熟製程領域市場(≥22nm)將能達到近四成的占

有率(2023 年為三成)，中國在全球半導體產能的影響力也將隨之提升。 

⚫ 第三類半導體  

第三類半導體如碳化矽、氮化鎵等因具有低耗損、高功率、耐高溫、耐高壓

的特性，特別適用在高壓、大電流的環境，因此未來電動車、高頻通訊、5G 通

訊、綠能等領域等應用中將扮演關鍵角色。目前第三類半導體多被視為國安級產

業、也是各國重點發展、保護、以及政策鼓勵投資及管制出口的項目。各國都希

望在第三類半導體上保有技術自主性，中國更是在十四五計畫中將第三類半導體

列為發展要項，並希望透過國內在新能源車、通訊等快速發展的背景下對相關應

用有所推升。2023 年中國第三類半導體碳化矽（SiC）長晶產能陸續開出，除攜

手國際整合元件廠（IDM）外，也將開始進軍功率元件。中國 SiC 長晶擴產幅度

大，新產能在 2024 年若有效產出，SiC wafer 市佔將大幅提升，其產業影響力將

不容忽視。 

⚫ 積極布局 Chiplet  

為了繞開禁令限制，中國也正透過 chiplet 來連接不同功能的晶片來減緩高階

晶片發展受限帶來的影響。中國已建立了 chiplet 聯盟，並產生了中國第一個

Chiplet 技術標準。在 2023 年擬定的 Chiplet 發展草案中，也更重視透過 chiplet 來

優化中國封裝及基板供應鏈，拓展相關封裝技術。不過雖然中國積極希望透過

Chiplet 突圍，但並不是所有的晶片都適合做 Chiplet，例如消費電子類的晶片如手

機、筆電就很少需要 Chiplet 的設計。另外 Chiplet 通常需要採用先進封裝技術，

成本較高，加上 Chiplet 設計需要更多的 IP，而這並非是中國的強項。未來 Chiplet

是否能成為中國半導體自主化的關鍵助力，仍需時間觀察。 

中國在半導體發展上希望透過上述方式突圍，且在成熟製程及 IC 設計領域

見到初步成效，但從長期發展來看，半導體設備仍為重要關鍵。半導體設備及相

關零組件、材料市場相當細碎，認證製程複雜、且週期性長，尤其這塊市場目前

被美、荷、日、歐等高度壟斷，中國要做到全面自主化有一定的難度。目前在禁

令下，中國已無法進口如 ASML 的高階機台、現有機台能維持多久的運作是一個

比較大的問題。雖然中國積極扶植本土設備商，但本土設備廠商在產品精度與效

能仍與國際一線大廠有一段落差。在半導體設備及相關零組件目前仍大幅仰賴進

口的情況下，五年內要能全面達到自主性應不易實現。因此，中國的半導體發展

將會是一個漸進式過程，以提升技術並逐步增加製造經驗為策略。但另一方面中

國在先進製程發展受限下，卻獲得了全面發展成熟製程的契機與動力。成熟製程

能滿足目前包括消費電子、車用電子、工業等應用，這些是半導體市場應用的大

宗。中國目前是全球第二大半導體應用市場、在未來成熟製程佔有率逐漸擴展、

相關 IC 設計能力逐步提升下，中國對全球半導體產業發展仍是不可忽視的重要

影響角色。 
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照片集錦 

  

照片集錦 

主辦方：黃輝珍 

現代財經基金會董事長；台灣綜合研究院董事長 

主持人：李伸一 

現代財經基金會副董事長；國策顧問 

引言人：呂正欽 

台灣區電子電機產業同業公會副秘書長 

引言人：王健全 

引言人：張建一 引言人：江芳韻 

中華經濟研究院副院長 

台灣經濟研究院院長 IDC Taiwan (國際數據資訊) 總經理 
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 與會人士合影 

與會各界人士 


